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Type  de charge 
(PN = 0,6 PR) 

(Nominal power) 

Puissance max. 
D’utilisation 

(PM=0.80 x PR) 
(Maximal power) 

Référence DETI 
(Part number) 

Dimensions nominales 
(± 0.1 mm) 

L x l x e 
(Dimensions) 

ROS 
(VSWR) 

Fréquence nominale 
(Frequency range) 

5 watts  7 watts 001128 0A 1.54 x 1.30 x 0.42 1.05 De   0   à   6    GHz 

5 watts inductive 7 watts 001384 0A 2.47 x 1.34 x 0.54 1.20 De   0   à   4    GHz 

10 watts inductive 14 watts 001385 0A 3.70 X 1.90 X 0.67 1.25 De   0   à   4    GHz 

  
10 watts  

  
  

14 watts 

001061 0A  
 

001061 0B  
 

001061 0C 

  2.90 ´  1.35 ´  0.42   

1.05 De   0    à   4    GHz 

1.05 
1.10 

De   0    à   3    GHz 
De   3    à   4    GHz 

1.05 
1.10 

De   0    à   2    GHz 
De   2    à   4    GHz 

20 watts 27 watts 001124 0A 3.04 x 1.52 x 0.54 
1.10 
1.20 

De  0 à  3.5 GHz 
De 3.5 à 5 Ghz 

25 watts  33 watts�

001159 0A  
 
 
 

001159 0B  
 
 
 

001159 0C�

  5.10 x 1.95 x 0.67  �

1.05�
1.10�
1.20�

De   0     à   2    GHz�
De   2     à   2,5 GHz�
De   2,5  à   3    GHz�

1.05�
1.10�
1.20�

De   0     à   1,5 GHz�
De   1,5  à   2    GHz�
De   2     à   3    GHz�

1.05�
1.10�
1.20�

De   0     à   1    GHz�
De   1     à   2    GHz�
De   2     à   3    GHz�

  
30 watts  

  
40 watts 

001132 0A 
 

 001132 0B 
5.35 ´  3.04 ´  1.05 �

1.05� De   0    à    2    GHz 

1.05�
1.10 

De   0    à   1,5 GHz�
De   1,5 à   2    GHz 

40 watts � 53 watts�
 001126 0A   

 
001126 0B 

6.35 ´  6.35 ´  1.05�

1.05� De   0    à   3,5 GHz 

1.05�
1.10�

De   0    à   3     GHz�
De   3    à   3,5  GHz 

40 watts capacitive � 53 watts� 001131 0A� 6.35 ´  6.35 ´  1.05� Sur CDC�
1,8 GHz�
1,9 GHz�
2 GHz�

············ �G�G�G�G�G�G�G�G�G�G�G�G�G�G�G�G�G�G�G�G�G�G�G�GCARACTERISTIQUES ET REFERENCES  ············ �G

CHARGES CHI P 

CHARGES DE PUISSANCE 50 WWWW ADAPTEES Al 203
 
     

Les puissance évoquées, pour être significatives,  sont mesurées et garanties 5000 heures en fonctionnement continu avec une température du support à 
proximité de la charge inférieure ou égale à 110 °C .  PN = Puissance Nominale = 0 .60 x PR    PR = Puissan ce de Rupture PM = Puissance maximale 
d’utilisation = 0.80 x PR  

PLEASE USE ADEQUATE HEATSINK 
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Type  de charge 
(PN = 0,6 PR) 

(Nominal power) 

Puissance max. 
D’utilisation 

(PM=0.80 x PR) 
(Maximal power) 

Référence DETI 
(Part number) 

Dimensions nominales 
(± 0.1 mm) 

L x l x e 
(Dimensions) 

ROS 
(VSWR) 

Fréquence nominale 
(Frequency range) 

50 watts  66 watts 

001070 0A  
 

001070 0B  
 

001070 0C  
 

001070 0D 

6.35 ´  6.35 ´  0.67 

1.05 A 0,9   et   1,8 GHz 

1.10 
1.05 

A 0,9 GHz 
A 1,8 GHZ 

1.05 
1.10 

A 0,9 GHZ 
A 1,8 GHz 

1.10 A 0,9   et   1,8 GHz 

50 watts capacitive  66 watts 001130 0A 6.35 ´  6.35 ´  0.67 Sur 
CDC 

1,8 GHz 
1,9 GHz 
2 GHz 

60 watts  80 watts�

001121 0A  
 

001121 0B  
 

001121 0C  
 

001121 0D�

9.45 x 6.35 x 1.05�

1.05� A 0,9   et   1,8 GHz�

1.10�
1.05�

A 0,9 GHz�
A 1,8 GHz�

1.05�
1.10�

A 0,9 GHz�
A 1,8 GHz�

1.10� A 0,9   et   1,8 GHz�

70 watts  93 watts 001129 0A 8.45 x 6.35 x 1.05 1.05 A 0,9   et   1,8 GHz 

Type  de charge 
(PN = 0,6 PR) 

(Nominal power) 

Puissance max. 
D’utilisation 

(PM=0.80 x PR) 
(Maximal power) 

Référence DETI 
(Part number) 

Dimensions nominales 
(± 0.1 mm) 

L x l x e 
(Dimensions) 

ROS 
(VSWR) 

Fréquence nominale 
(Frequency range) 

10 watts  
  

16 watts 001168 0A 2.47 ´  5.10 ´  1.05 1.20 
  

De 0 à 2000 GHz 
  

20 watts  
  

28 watts 
  

  
001169 0A 

  

  
6.35 ´  6.35 ´  1.05 

  
1.20 

  
De 0 à 2000 GHz 

  

30 watts  
  

50 watts 001170 0A 
  

9.45 x 6.35 x 1.05 
  

1.20 De 0 à 2000 GHz 

40 watts  
 �

60 watts� 001171 0A�
 �

9.45 x 9.45 x 1.05�
 �

1.20 De 0 à 2000 GHz 

CHARGES SMT 

············ �G�G�G�G�G�G�G�G�G�G�G�G�G�G�G�G�G�G�G�G�G�G�G�GCARACTERISTIQUES ET REFERENCES  ············ �G

CHARGES CHI P 

CHARGES DE PUISSANCE 50 WWWW ADAPTEES Al 203
 
     

Les puissance évoquées, pour être significatives,  sont mesurées et garanties 5000 heures en fonctionnement continu avec une température du support à proxi-
mité de la charge inférieure ou égale à 110 °C.  P N = Puissance Nominale = 0 .60 x PR PR = Puissance de Rupture PM = Puissance maximale 
d’utilisation = 0.80 x PR  
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CHARGES CHIP Al 203
    5W        Réf.001128 0A  

        5 W AL2O3 Chip termination 

Substrat: 
Substrate 

Alumine 96% 
96% alumina 

Technologie: 
Technology 

Couche épaisse 
Thick film 

Couche protectrice: 
Protective film 

Diélectrique 
Dielectric 

Plan de masse et plage d’accueil: 
Ground plane and connecting pad 

Ag 
Ag 

Résistance CC: 
DC resistance 50 � (±5%) 

 

Référence 
Part number  

Puissance 
Nominale (1) 
Nominal power  

Puissance Max. 
d’utilisation (2) 

Maximal power  

ROS max. 
Max. VSWR   

Gamme de Fréquence 
Frequency Range 

Dimensions   
Dimensions 

mm(±0.1) Inch (±0.004) 

001128 0A  5 watts  7 watts  DC - 6 GHz  

1.54 
x 

1.30 
 x 

0.42 

0.060 
x 

0.051 
x  

0.016 

1.05  

1.30

Couche de protection diélectrique
Dielectric coating

Plan de masse
Ground Plane

Plage d'accueil
Connecting pad

0.
45

1.
54

1

0.42

  0                                110°C     160°C 
   
Température du support 

5 W 
Puissance nominale 

RECOMMANDATIONS DE BRASAGE: SOLDERING RECOMMENDATIONS 
·   Brasage avec/soldering with: Sn96Ag4 ou/or Sn96,5Ag3,5 ou/or Sn96C 

·   Flux moyennement actif/flow of welding:     Type ALPHA611  

·   Température maximale de la plaque chauffante/ T° max.of hot plate: 150 °C  

·   Température maximale du fer à souder/Max.T° of so ldering iron:   350°C 

 (1 ) Puissance Nominale (PN)= 0,60 x Puissance de Rupture (PR)      (2) Puissance Max. d’utilisation (PM)= 0.80 x PR 
       Nominal power = 0.60 x Breaking Power                                          Maximal power = 0.80 x Breaking Power 

Ce produit illustre un de nos domaines de compétenc es.  Contactez-nous pour toutes applications spécif iques. 
Custom values and other configurations upon request .Custom values and other configurations upon request .Custom values and other configurations upon request . 
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CHARGES CHIP Al 203
    10W       Réf. 001384 0A  

        10 W AL2O3 Chip termination 

Substrat: 
Substrate 

Alumine 96% 
96% alumina 

Technologie: 
Technology 

Couche épaisse 
Thick film 

Couche protectrice: 
Protective film 

Diélectrique 
Dielectric 

Plan de masse et plage d’accueil: 
Ground plane and connecting pad 

Ag 
Ag 

Résistance CC: 
DC resistance 50 � (±5%) 

 

Référence 
Part number  

Puissance 
Nominale (1) 
Nominal power  

Puissance Max. 
d’utilisation (2) 

Maximal power  

ROS max. 
Max. VSWR   

Gamme de Fréquence 
Frequency Range 

Dimensions   
Dimensions 

mm(±0.1) Inch (±0.004) 

001384 0A  5 watts   7 watts  DC - 4 GHz  

2.47 
x 

1.34 
 x 

0.54 

0.097 
x 

0.052 
x  

0.021 

1.20  

  0                                110°C     160°C 
   
Température du support 

5 W 
Puissance nominale 

RECOMMANDATIONS DE BRASAGE: SOLDERING RECOMMENDATIONS 
·   Brasage avec/soldering with: Sn96Ag4 ou/or Sn96,5Ag3,5 ou/or Sn96C 

·   Flux moyennement actif/flow of welding:     Type ALPHA611  

·   Température maximale de la plaque chauffante/ T° max.of hot plate: 150 °C  

·   Température maximale du fer à souder/Max.T° of so ldering iron:   350°C 

 (1 ) Puissance Nominale (PN)= 0,60 x Puissance de Rupture (PR)      (2) Puissance Max. d’utilisation (PM)= 0.80 x PR 
       Nominal power = 0.60 x Breaking Power                                          Maximal power = 0.80 x Breaking Power 

Ce produit illustre un de nos domaines de compétenc es.  Contactez-nous pour toutes applications spécif iques. 
Custom values and other configurations upon request .Custom values and other configurations upon request .Custom values and other configurations upon request . 

Couche de protection diélectrique
Plan de masse

Plage d'accueil 

Ground plane

Connecting pad

Dielectric coating

1.34

2.47

0.60

0.54

0.90
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CHARGES CHIP Al 203
    5W          Réf.001385 0A  

        5 W AL2O3 Chip termination 

Substrat: 
Substrate 

Alumine 96% 
96% alumina 

Technologie: 
Technology 

Couche épaisse 
Thick film 

Couche protectrice: 
Protective film 

Diélectrique 
Dielectric 

Plan de masse et plage d’accueil: 
Ground plane and connecting pad 

Ag 
Ag 

Résistance CC: 
DC resistance 50 � (±5%) 

 

Référence 
Part number  

Puissance 
Nominale (1) 
Nominal power  

Puissance Max. 
d’utilisation (2) 

Maximal power  

ROS max. 
Max. VSWR   

Gamme de Fréquence 
Frequency Range 

Dimensions   
Dimensions 

mm(±0.1) Inch (±0.004) 

001385  0A 
10 watts  
inductive  14 watts  DC - 4 GHz  

3.70 

x 

1.90 

 x 

0.67 

0.145 

x 

0.074 

x  

0.026 

1.25 

  0                                110°C     160°C 
   
Température du support 

5 W 
Puissance nominale 

RECOMMANDATIONS DE BRASAGE: SOLDERING RECOMMENDATIONS 
·   Brasage avec/soldering with: Sn96Ag4 ou/or Sn96,5Ag3,5 ou/or Sn96C 

·   Flux moyennement actif/flow of welding:     Type ALPHA611  

·   Température maximale de la plaque chauffante/ T° max.of hot plate: 150 °C  

·   Température maximale du fer à souder/Max.T° of so ldering iron:   350°C 

 (1 ) Puissance Nominale (PN)= 0,60 x Puissance de Rupture (PR)      (2) Puissance Max. d’utilisation (PM)= 0.80 x PR 
       Nominal power = 0.60 x Breaking Power                                          Maximal power = 0.80 x Breaking Power 

Ce produit illustre un de nos domaines de compétenc es.  Contactez-nous pour toutes applications spécif iques. 
Custom values and other configurations upon request .Custom values and other configurations upon request .Custom values and other configurations upon request . 

Couche de protection diélectrique
Plan de masse

Plage d'accueil 

Ground plane

Connecting pad

Dielectric coating

1.90

3.7

0.80

0.67

1.20
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CHARGES CHIP Al 203
    10W        Réf.001061  

        10 W AL2O3 Chip termination 

Substrat: 
Substrate 

Alumine 96% 
96% alumina 

Technologie: 
Technology 

Couche épaisse 
Thick film 

Couche protectrice: 
Protective film 

Diélectrique 
Dielectric 

Plan de masse et plage d’accueil: 
Ground plane and connecting pad 

Ag 
Ag 

Résistance CC: 
DC resistance 50 � (±5%) 

 

Référence 
Part number  

Puissance 
Nominale (1) 
Nominal power  

Puissance Max. 
d’utilisation (2) 

Maximal power  

ROS max. 
Max. VSWR   

Gamme de Fréquence 
Frequency Range 

Dimensions   
Dimensions 

mm(±0.1) Inch (±0.004) 

001061 0A 

10 watts  14 watts  

1.05 DC - 4 GHz 2.90 

x 

1.35 

 x 

0.42 

001061 0B 
1.05 
1.10 

DC - 3 GHz 
  3 - 4 GHz 

001061 0C 
1.05 
1.10 

DC - 2 GHz 
   2 - 4 GHz 

0.114 

x 

0.053 

x  

0.016 

  0                                110°C     160°C    
  Température du support 

10 W 
Puissance nominale 

RECOMMANDATIONS DE BRASAGE: SOLDERING RECOMMENDATIONS 
·   Brasage avec/soldering with: Sn96Ag4 ou/or Sn96,5Ag3,5 ou/or Sn96C 

·   Flux moyennement actif/flow of welding:     Type ALPHA611  

·   Température maximale de la plaque chauffante/ T° max.of hot plate: 150 °C  

·   Température maximale du fer à souder/Max.T° of so ldering iron:   350°C 

 (1 ) Puissance Nominale (PN)= 0,60 x Puissance de Rupture (PR)      (2) Puissance Max. d’utilisation (PM)= 0.80 x PR 
       Nominal power = 0.60 x Breaking Power                                               Maximal power = 0.80 x Breaking Power 

Couche de protection diélectrique
Plan de masse

Plage d'accueil 

Ground plane

Connecting pad

Dielectric coating

1.35

2.9

0.50

0.42

0.95

Ce produit illustre un de nos domaines de compétenc es.  Contactez-nous pour toutes applications spécif iques. 
Custom values and other configurations on request.Custom values and other configurations on request.Custom values and other configurations on request.  
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CHARGES CHIP Al 203
    20W      Réf.001124 0A  

        20 W AL2O3 Chip termination 

Substrat: 
Substrate 

Alumine 96% 
96% alumina 

Technologie: 
Technology 

Couche épaisse 
Thick film 

Couche protectrice: 
Protective film 

Diélectrique 
Dielectric 

Plan de masse et plage d’accueil: 
Ground plane and connecting pad 

Ag 
Ag 

Résistance CC: 
DC resistance 50 � (±5%) 

 

Référence 
Part number  

Puissance 
Nominale (1) 
Nominal power  

Puissance Max. 
d’utilisation (2) 

Maximal power  

ROS max. 
Max. VSWR   

Gamme de Fréquence 
Frequency Range 

Dimensions   
Dimensions 

mm(±0.1) Inch (±0.004) 

001124 0A 20 watts   27 watts  
1.10 
1.20 

DC - 3.5 GHz 
3.5– 5 GHz 

3.04 

x 

1.52 

 x 

0.54 

0.120 

x 

0.060 

x  

0.021 

  0                                110°C     160°C 
   
  Température du support 

10 W 
Puissance nominale 

RECOMMANDATIONS DE BRASAGE: SOLDERING RECOMMENDATIONS 
·   Brasage avec/soldering with: Sn96Ag4 ou/or Sn96,5Ag3,5 ou/or Sn96C 

·   Flux moyennement actif/flow of welding:     Type ALPHA611  

·   Température maximale de la plaque chauffante/ T° max.of hot plate: 150 °C  

·   Température maximale du fer à souder/Max.T° of so ldering iron:   350°C 

 (1 ) Puissance Nominale (PN)= 0,60 x Puissance de Rupture (PR)      (2) Puissance Max. d’utilisation (PM)= 0.80 x PR 
       Nominal power = 0.60 x Breaking Power                                               Maximal power = 0.80 x Breaking Power 

Couche de protection diélectrique

Plan de masse

Plage d'accueil 

Ground plane

Connecting pad

Dielectric coating

0.74

1.
52

3.04

Ce produit illustre un de nos domaines de compétenc es.  Contactez-nous pour toutes applications spécif iques. 
Custom values and other configurations on request.Custom values and other configurations on request.Custom values and other configurations on request.  
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CHARGES CHIP Al 203
    25W          Réf.001159  

        25 W AL2O3 Chip termination 

Substrat: 
Substrate 

Alumine 96% 
96% alumina 

Technologie: 
Technology 

Couche épaisse 
Thick film 

Couche protectrice: 
Protective film 

Diélectrique 
Dielectric 

Plan de masse et plage d’accueil: 
Ground plane and connecting pad 

Ag 
Ag 

Résistance CC: 
DC resistance 50 � (±5%) 

 

Référence 
Part number  

Puissance 
Nominale (1) 
Nominal power  

Puissance Max. 
d’utilisation (2) 

Maximal power  

ROS max. 
Max. VSWR   

Gamme de Fréquence 
Frequency Range 

Dimensions   
Dimensions 

mm(±0.1) Inch (±0.004) 

001159 0A 

25 watts  33 watts  

1.05 
1.10 
1.20 

DC  - 2 GHz 
    2   -  2.5 GHz 

2.5 -  3 GHz 5.10 

x 

1.95 

 x 

0.67 

001159 0B 
1.05 
1.10 
1.20 

    DC  - 1.5 GHz 
1.5  -  2 GHz 
2     -  3 GHz 

001159 0C 
1.05 
1.10 
1.20 

    DC  - 1 GHz 
1  -  2 GHz 

  2    -  3 GHz 

0.200 

x 

0.076 

x  

0.026 

  0                                110°C     160°C 
   
  Température du support 

10 W 
Puissance nominale 

RECOMMANDATIONS DE BRASAGE: SOLDERING RECOMMENDATIONS 
·   Brasage avec/soldering with: Sn96Ag4 ou/or Sn96,5Ag3,5 ou/or Sn96C 

·   Flux moyennement actif/flow of welding:     Type ALPHA611  

·   Température maximale de la plaque chauffante/ T° max.of hot plate: 150 °C  

·   Température maximale du fer à souder/Max.T° of so ldering iron:   350°C 

 (1 ) Puissance Nominale (PN)= 0,60 x Puissance de Rupture (PR)      (2) Puissance Max. d’utilisation (PM)= 0.80 x PR 
        Nominal power = 0.60 x Breaking Power                                              Maximal power = 0.80 x Breaking Power 

Couche de protection diélectrique

P lan de m asse

P lage d'accueil 

G round plane

D ielectric coating

0.67

0.74

1.
95

5.10

Ce produit illustre un de nos domaines de compétenc es.  Contactez-nous pour toutes applications spécif iques. 
Custom values and other configurations on request.Custom values and other configurations on request.Custom values and other configurations on request.  
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CHARGES CHIP Al 203
    30W           Réf.001132 

        30 W AL2O3 Chip termination 

Substrat: 
Substrate 

Alumine 96% 
96% alumina 

Technologie: 
Technology 

Couche épaisse 
Thick film 

Couche protectrice: 
Protective film 

Diélectrique 
Dielectric 

Plan de masse et plage d’accueil: 
Ground plane and connecting pad 

Ag 
Ag 

Résistance CC: 
DC resistance 50 � (±5%) 

 

  0                                110°C     160°C 
   
  Température du support 

10 W 
Puissance nominale 

RECOMMANDATIONS DE BRASAGE: SOLDERING RECOMMENDATIONS 
·   Brasage avec/soldering with: Sn96Ag4 ou/or Sn96,5Ag3,5 ou/or Sn96C 

·   Flux moyennement actif/flow of welding:     Type ALPHA611  

·   Température maximale de la plaque chauffante/ T° max.of hot plate: 150 °C  

·   Température maximale du fer à souder/Max.T° of so ldering iron:   350°C 

 (1 ) Puissance Nominale (PN)= 0,60 x Puissance de Rupture (PR)      (2) Puissance Max. d’utilisation (PM)= 0.80 x PR 
       Nominal power = 0.60 x Breaking Power                                               Maximal power = 0.80 x Breaking Power 

Référence 
Part number  

Puissance 
Nominale (1) 
Nominal power  

Puissance Max. 
d’utilisation (2) 

Maximal power  

ROS max. 
Max. VSWR   

Gamme de Fréquence 
Frequency Range 

Dimensions   
Dimensions 

mm(±0.1) Inch (±0.004) 

001132 0A 

30 watts  40 watts  

1.05 DC  - 2 GHz 
5.35 

x 

3.04 

 x 

1.05 

0.210 

x 

0.120 

x  

0.041 
001132 0B 

1.05 
1.10 

    DC  - 1.5 GHz 
1.5  -  2 GHz 

Plage d'accueil
Connecting pad

Plan de masse
Ground plane

Couche de protection diélectrique
Dielectric coating

5.
35

3.04

1

1.8

Ce produit illustre un de nos domaines de compétenc es.  Contactez-nous pour toutes applications spécif iques. 
Custom values and other configurations on request.Custom values and other configurations on request.Custom values and other configurations on request.  
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CHARGES CHIP Al 203
    40W        Réf.001126 0A  

        40 W AL2O3 Chip termination 

Substrat: 
Substrate 

Alumine 96% 
96% alumina 

Technologie: 
Technology 

Couche épaisse 
Thick film 

Couche protectrice: 
Protective film 

Diélectrique 
Dielectric 

Plan de masse et plage d’accueil: 
Ground plane and connecting pad 

Ag 
Ag 

Résistance CC: 
DC resistance 50 � (±5%) 

 

  0                                110°C     160°C    
Température du support 

10 W 
Puissance nominale 

RECOMMANDATIONS DE BRASAGE: SOLDERING RECOMMENDATIONS 
·   Brasage avec/soldering with: Sn96Ag4 ou/or Sn96,5Ag3,5 ou/or Sn96C 

·   Flux moyennement actif/flow of welding:     Type ALPHA611  

·   Température maximale de la plaque chauffante/ T° max.of hot plate: 150 °C  

·   Température maximale du fer à souder/Max.T° of so ldering iron:   350°C 

 (1 ) Puissance Nominale (PN)= 0,60 x Puissance de Rupture (PR)      (2) Puissance Max. d’utilisation (PM)= 0.80 x PR 
       Nominal power = 0.60 x Breaking Power                                               Maximal power = 0.80 x Breaking Power 

Plan de masse
Ground plane

Couche de protection dielectrique 
Dielectric coating

1

2

Retrait 0.2

"
"

6.35

6.
35

1.05

Plage d'accueil
Connecting pad

Référence 
Part number  

Puissance 
Nominale (1) 
Nominal power  

Puissance Max. 
d’utilisation (2) 

Maximal power  

ROS max. 
Max. VSWR   

Gamme de Fréquence 
Frequency Range 

Dimensions   
Dimensions 

mm(±0.1) Inch (±0.004) 

001126 0A 

40 watts  53 watts  

1.05 DC  - 3.5 GHz 
6.35 

x 

6.35 

 x 

1.05 

0.25 

x 

0.25 

x  

0.041 
001126 0B 

1.05 
1.10 

  DC  - 3   GHz 
     3  - 3.5 GHz 

Ce produit illustre un de nos domaines de compétenc es.  Contactez-nous pour toutes applications spécif iques. 
Custom values and other configurations on request.Custom values and other configurations on request.Custom values and other configurations on request.  
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CHARGES CHIP Al 203
    40W CAPACITIVE          

                                                             Réf:001131 0A  

Substrat: 
Substrate 

Alumine 96% 
96% alumina 

Technologie: 
Technology 

Couche épaisse 
Thick film 

Couche protectrice: 
Protective film 

Diélectrique 
Dielectric 

Plan de masse et plage d’accueil: 
Ground plane and connecting pad 

Ag 
Ag 

Résistance CC: 
DC resistance 50 � (±5%) 

 

  0                                110°C     160°C 
   
  Température du support 

10 W 
Puissance nominale 

RECOMMANDATIONS DE BRASAGE: SOLDERING RECOMMENDATIONS 
·   Brasage avec/soldering with: Sn96Ag4 ou/or Sn96,5Ag3,5 ou/or Sn96C 

·   Flux moyennement actif/flow of welding:     Type ALPHA611  

·   Température maximale de la plaque chauffante/ T° max.of hot plate: 150 °C  

·   Température maximale du fer à souder/Max.T° of so ldering iron:   350°C 

 (1 ) Puissance Nominale (PN)= 0,60 x Puissance de Rupture (PR)      (2) Puissance Max. d’utilisation (PM)= 0.80 x PR 
       Nominal power = 0.60 x Breaking Power                                               Maximal power = 0.80 x Breaking Power 

Référence 
Part number  

Puissance 
Nominale (1) 
Nominal power  

Puissance Max. 
d’utilisation (2) 

Maximal power  

ROS max. 
Max. VSWR   

Gamme de Fréquence 
Frequency Range 

Dimensions   
Dimensions 

mm(±0.1) Inch (±0.004) 

001131 0A 40 watts  53 watts  
50 ±3W - j4.7±4W 
50 ±3W - j5  ±4W 
50 ±3W - j5.3±4W 

1.8 GHz 
1.9 GHz 
2.0 GHz 

6.35 

x 

6.35 

 x 

1.05 

0.25 

x 

0.25 

x  

0.041 

Couche de protection diélectrique
Dielectric coating

Couche de protection diélectrique
Dielectric coating

Plan de masse
Ground plane

1

6.35

6.
35

"
"

2

Plage d'accueil
Connecting pad

Plage d'accueil
Connecting pad

1.05

Ce produit illustre un de nos domaines de compétenc es.  Contactez-nous pour toutes applications spécif iques. 
Custom values and other configurations on request.Custom values and other configurations on request.Custom values and other configurations on request.  
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CHARGES CHIP Al 203
    50W             Réf.001070  

        50 W AL2O3 Chip termination 

Substrat: 
Substrate 

Alumine 96% 
96% alumina 

Technologie: 
Technology 

Couche épaisse 
Thick film 

Couche protectrice: 
Protective film 

Diélectrique 
Dielectric 

Plan de masse et plage d’accueil: 
Ground plane and connecting pad 

Ag 
Ag 

Résistance CC: 
DC resistance 50 � (±5%) 

 

  0                                110°C     160°C 
   
  Température du support 

10 W 
Puissance nominale 

RECOMMANDATIONS DE BRASAGE: SOLDERING RECOMMENDATIONS 
·   Brasage avec/soldering with: Sn96Ag4 ou/or Sn96,5Ag3,5 ou/or Sn96C 

·   Flux moyennement actif/flow of welding:     Type ALPHA611  

·   Température maximale de la plaque chauffante/ T° max.of hot plate: 150 °C  

·   Température maximale du fer à souder/Max.T° of so ldering iron:   350°C 

 (1 ) Puissance Nominale (PN)= 0,60 x Puissance de Rupture (PR)      (2) Puissance Max. d’utilisation (PM)= 0.80 x PR 
       Nominal power = 0.60 x Breaking Power                                               Maximal power = 0.80 x Breaking Power 

Plan de masse
Ground plane

Couche de protection diélectrique
Dielectric coating

0.67

6.
35

6.35

1

3.
1

3 .
1

2Plage d'accueil
Connecting pad

Plage d'accueil
Connecting pad

Référence 
Part number  

Puissance 
Nominale (1) 
Nominal power  

Puissance Max. 
d’utilisation (2) 

Maximal power  

ROS max. 
Max. VSWR   

Gamme de Fréquence 
Frequency Range 

Dimensions   

mm(±0.1) Inch (±0.004) 

001070 0A 

50 watts  66 watts  

1.05 A/At 0.9  et/and 1.8 GHz 
6.35 

x 

6.35 

 x 

0.67 

0.25 

x 

0.25 

x  

0.026 

001070 0B 
1.10 
1.05 

0.9 GHz 
1.8 GHz 

001070 0C 
1.05 
1.10 

0.9 GHz 
1.8 GHz 

001070 0D 1.1 A/At 0.9  et/and 1.8 GHz 

Ce produit illustre un de nos domaines de compétenc es.  Contactez-nous pour toutes applications spécif iques. 
Custom values and other configurations on request.Custom values and other configurations on request.Custom values and other configurations on request.  
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CHARGES CHIP Al 203
    50W CAPACITIVE         

                                                                Réf.001130 0A 

        50 W AL2O3 Capacitive Chip termination 

Substrat: 
Substrate 

Alumine 96% 
96% alumina 

Technologie: 
Technology 

Couche épaisse 
Thick film 

Couche protectrice: 
Protective film 

Diélectrique 
Dielectric 

Plan de masse et plage d’accueil: 
Ground plane and connecting pad 

Ag 
Ag 

Résistance CC: 
DC resistance 50 � (±5%) 

 

  0                                110°C     160°C 
   
  Température du support 

10 W 
Puissance nominale 

RECOMMANDATIONS DE BRASAGE: SOLDERING RECOMMENDATIONS 
·   Brasage avec/soldering with: Sn96Ag4 ou/or Sn96,5Ag3,5 ou/or Sn96C 

·   Flux moyennement actif/flow of welding:     Type ALPHA611  

·   Température maximale de la plaque chauffante/ T° max.of hot plate: 150 °C  

·   Température maximale du fer à souder/Max.T° of so ldering iron:   350°C 

 (1 ) Puissance Nominale (PN)= 0,60 x Puissance de Rupture (PR)      (2) Puissance Max. d’utilisation (PM)= 0.80 x PR 
       Nominal power = 0.60 x Breaking Power                                               Maximal power = 0.80 x Breaking Power 

Plan de masse
Ground plane

Couche de protection diélectrique
Dielectric coating

0.67

6.
35

6.35

1

"
"

Attaque en bout

Attaque dans l'axe

Plage d'accueil
Connecting pad

Plage d'accueil
Connecting pad

Référence 
Part number  

Puissance 
Nominale (1) 
Nominal power  

Puissance 
Max. 

d’utilisation 
(2) 

ROS max. 
Max. VSWR   

Gamme  
de Fréquence 
Frequency Range 

Dimensions   
Dimensions 

mm(±0.1) Inch (±0.004) 

001130 0A 50 watts  66 watts  

46.5 ±4W  -  j14   ±4W  dans l'axe 
47    ±4W  -  j7.5  ±4W  en bout 
 

46    ±3W  -  j14.7  ±4W dans l'axe 
46.6 ±4W  -  j8       ±4W en bout 
 

45.2 ±3W  -  j15.5  ±4W dans l'axe 
46    ±4W  -  j8.4    ±4W en bout 

1.8 GHz 
 
 
 

1.9 GHz 
 
 
 
 

2.0 GHz 

6.35 

x 

6.35 

 x 

0.67 

0.25 

x 

0.25 

x  

0.026 

Ce produit illustre un de nos domaines de compétenc es.  Contactez-nous pour toutes applications spécif iques. 
Custom values and other configurations on request.Custom values and other configurations on request.Custom values and other configurations on request.  
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CHARGES CHIP Al 203
    60W        Réf.001121 0A  

        60 W AL2O3 Chip termination 

Substrat: 
Substrate 

Alumine 96% 
96% alumina 

Technologie: 
Technology 

Couche épaisse 
Thick film 

Couche protectrice: 
Protective film 

Diélectrique 
Dielectric 

Plan de masse et plage d’accueil: 
Ground plane and connecting pad 

Ag 
Ag 

Résistance CC: 
DC resistance 50 � (±5%) 

 

  0                                110°C     160°C 
   
  Température du support 

10 W 
Puissance nominale 

RECOMMANDATIONS DE BRASAGE: SOLDERING RECOMMENDATIONS 
·   Brasage avec/soldering with: Sn96Ag4 ou/or Sn96,5Ag3,5 ou/or Sn96C 

·   Flux moyennement actif/flow of welding:     Type ALPHA611  

·   Température maximale de la plaque chauffante/ T° max.of hot plate: 150 °C  

·   Température maximale du fer à souder/Max.T° of so ldering iron:   350°C 

 (1 ) Puissance Nominale (PN)= 0,60 x Puissance de Rupture (PR)      (2) Puissance Max. d’utilisation (PM)= 0.80 x PR 
       Nominal power = 0.60 x Breaking Power                                               Maximal power = 0.80 x Breaking Power 

Plan de masse
Ground plane

1.05

1

1

Plage d'accueil
Connecting pad

3.5 2.6

6.35

2

1.5

Plage d'accueil isolée
Isolated ground plane

Couche de protection diélectrique
Dielectric coating 9.45

Référence 
Part number  

Puissance 
Nominale (1) 
Nominal power  

Puissance Max. 
d’utilisation (2) 

Maximal power  

ROS max. 
Max. VSWR   

Gamme de Fréquence 
Frequency Range 

Dimensions   

mm(±0.1) Inch (±0.004) 

001121 0A 

60 watts  80 watts  

1.05 A/At 0.9  et/and 1.8 GHz 
9.45 

x 

6.35 

 x 

1.05 

0.372 

x 

0.25 

x  

0.041 

001121 0B 
1.10 
1.05 

0.9 GHz 
1.8 GHz 

001121 0C 
1.05 
1.10 

0.9 GHz 
1.8 GHz 

001121 0D 1.10 A/At 0.9  et/and 1.8 GHz 

Ce produit illustre un de nos domaines de compétenc es.  Contactez-nous pour toutes applications spécif iques. 
Custom values and other configurations on request.Custom values and other configurations on request.Custom values and other configurations on request.  
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CHARGES CHIP Al 203
    70W         Réf.001129 0A  

        70 W AL2O3 Chip termination 

Substrat: 
Substrate 

Alumine 96% 
96% alumina 

Technologie: 
Technology 

Couche épaisse 
Thick film 

Couche protectrice: 
Protective film 

Diélectrique 
Dielectric 

Plan de masse et plage d’accueil: 
Ground plane and connecting pad 

Ag 
Ag 

Résistance CC: 
DC resistance 50 � (±5%) 

 

  0                                110°C     160°C 
   
  Température du support 

10 W 
Puissance nominale 

RECOMMANDATIONS DE BRASAGE: SOLDERING RECOMMENDATIONS 
·   Brasage avec/soldering with: Sn96Ag4 ou/or Sn96,5Ag3,5 ou/or Sn96C 

·   Flux moyennement actif/flow of welding:     Type ALPHA611  

·   Température maximale de la plaque chauffante/ T° max.of hot plate: 150 °C  

·   Température maximale du fer à souder/Max.T° of so ldering iron:   350°C 

 (1 ) Puissance Nominale (PN)= 0,60 x Puissance de Rupture (PR)      (2) Puissance Max. d’utilisation (PM)= 0.80 x PR 
       Nominal power = 0.60 x Breaking Power                                               Maximal power = 0.80 x Breaking Power 

Plan de masse
Ground plane

1

Plage d'accueil
Connecting pad

2.85 2.6

6.35

Couche de protection diélectrique
Dielectric coating 8.45

1.05

Référence 
Part number  

Puissance 
Nominale (1) 
Nominal power  

Puissance Max. 
d’utilisation (2) 

Maximal power  

ROS max. 
Max. VSWR   

Gamme de Fréquence 
Frequency Range 

Dimensions   
Dimensions 

mm(±0.1) Inch (±0.004) 

001129 0A 70 watts  93 watts  1.05 A/At 0.9  et/and 1.8 GHz 

8.45 

x 

6.35 

 x 

1.05 

0.332 

x 

0.25 

x  

0.041 

Ce produit illustre un de nos domaines de compétenc es.  Contactez-nous pour toutes applications spécif iques. 
Custom values and other configurations on request.Custom values and other configurations on request.Custom values and other configurations on request.  
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CHARGES SMT Al 203
    10W         Réf.001168 0A  

        10 W AL2O3 Surface Mounted Termination  

Substrat: 
Substrate 

Alumine 96% 
96% alumina 

Technologie: 
Technology 

Couche épaisse 
Thick film 

Couche protectrice: 
Protective film 

Diélectrique 
Dielectric 

Plan de masse et plage d’accueil: 
Ground plane and connecting pad 

Ag 
Ag 

Résistance CC: 
DC resistance 50 � (±5%) 

 

  0                                110°C     160°C 
   
  Température du support 

10 W 
Puissance nominale 

RECOMMANDATIONS DE BRASAGE: SOLDERING RECOMMENDATIONS 
·   Brasage avec/soldering with: Sn96Ag4 ou/or Sn96,5Ag3,5 ou/or Sn96C 

·   Flux moyennement actif/flow of welding:     Type ALPHA611  

·   Température maximale de la plaque chauffante/ T° max.of hot plate: 150 °C  

·   Température maximale du fer à souder/Max.T° of so ldering iron:   350°C 

 (1 ) Puissance Nominale (PN)= 0,60 x Puissance de Rupture (PR)      (2) Puissance Max. d’utilisation (PM)= 0.80 x PR 
       Nominal power = 0.60 x Breaking Power                                               Maximal power = 0.80 x Breaking Power 

Couche de protection de diélectrique
Dielectric coating

Plage d'accueil
Connecting pad

Plan de masse
Ground plane

0,
9

0,
8

5.
1

2.471.05

Référence 
Part number  

Puissance 
Nominale (1) 
Nominal power  

Puissance Max. 
d’utilisation (2) 

Maximal power  

ROS max. 
Max. VSWR   

Gamme de Fréquence 
Frequency Range 

Dimensions   
Dimensions 

mm(±0.1) Inch (±0.004) 

001168 0A 10 watts  16 watts  1.20 DC  -  2 GHz 

2.47 

x 

5.10 

 x 

1.05 

0.097 

x 

0.200 

x  

0.041 

Substrat polyimide
Polyimide substrate

Footprint du montage de caractérisation du TOS et d e la puissance nominale 

Face inférieure métallisée
et brasée sur radiateur
Metallised bottom face
soldered on heatsink

Recommended PCB footprint to insure ROS and power dissipation characteristics

Positionnement Charge SMT
SMT Load position

1,
6

Ce produit illustre un de nos domaines de compétenc es.  Contactez-nous pour toutes applications spécif iques. 
Custom values and other configurations on request.Custom values and other configurations on request.Custom values and other configurations on request.  
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CHARGES SMT Al 203
    20W         Réf.001169 0A  

        20 W AL2O3 Surface Mounted Termination 

Substrat: 
Substrate 

Alumine 96% 
96% alumina 

Technologie: 
Technology 

Couche épaisse 
Thick film 

Couche protectrice: 
Protective film 

Diélectrique 
Dielectric 

Plan de masse et plage d’accueil: 
Ground plane and connecting pad 

Ag 
Ag 

Résistance CC: 
DC resistance 50 � (±5%) 

 

  0                                110°C     160°C 
   
  Température du support 

10 W 
Puissance nominale 

RECOMMANDATIONS DE BRASAGE: SOLDERING RECOMMENDATIONS 
·   Brasage avec/soldering with: Sn96Ag4 ou/or Sn96,5Ag3,5 ou/or Sn96C 

·   Flux moyennement actif/flow of welding:     Type ALPHA611  

·   Température maximale de la plaque chauffante/ T° max.of hot plate: 150 °C  

·   Température maximale du fer à souder/Max.T° of so ldering iron:   350°C 

 (1 ) Puissance Nominale (PN)= 0,60 x Puissance de Rupture (PR)      (2) Puissance Max. d’utilisation (PM)= 0.80 x PR 
       Nominal power = 0.60 x Breaking Power                                               Maximal power = 0.80 x Breaking Power 

Référence 
Part number  

Puissance 
Nominale (1) 
Nominal power  

Puissance Max. 
d’utilisation (2) 

Maximal power  

ROS max. 
Max. VSWR   

Gamme de Fréquence 
Frequency Range 

Dimensions   
Dimensions 

mm(±0.1) Inch (±0.004) 

001169 0A 20 watts  28 watts  1.20 DC  -  2 GHz 

6.35 

x 

6.35 

 x 

1.05 

0.25 

x 

0.25 

x  

0.041 

Couche de protection diélectrique
Dielectric coating

Plage d'accueil 
Connecting pad

Plan de masse 
Ground plane

3

0,
9

0,
6

6,
35

6,351.05

Substrat polyimide
Polyimide substrate

Footprint du montage de caractérisation du TOS et d e la puissance nominale 

Face inférieure métallisée
et brasée sur radiateur
Metallised bottom face
soldered on heatsink

Recommended PCB footprint to insure ROS and power dissipation characteristics

Positionnement Charge SMT
SMT Load position

1,
6

Ce produit illustre un de nos domaines de compétenc es.  Contactez-nous pour toutes applications spécif iques. 
Custom values and other configurations on request.Custom values and other configurations on request.Custom values and other configurations on request.  
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CHARGES SMT Al 203
    30W        Réf.001170 0A  

        30 W AL2O3 Surface Mounted Termination 

Substrat: 
Substrate 

Alumine 96% 
96% alumina 

Technologie: 
Technology 

Couche épaisse 
Thick film 

Couche protectrice: 
Protective film 

Diélectrique 
Dielectric 

Plan de masse et plage d’accueil: 
Ground plane and connecting pad 

Ag 
Ag 

Résistance CC: 
DC resistance 50 � (±5%) 

 

  0                                110°C     160°C 
   
  Température du support 

10 W 
Puissance nominale 

RECOMMANDATIONS DE BRASAGE: SOLDERING RECOMMENDATIONS 
·   Brasage avec/soldering with: Sn96Ag4 ou/or Sn96,5Ag3,5 ou/or Sn96C 

·   Flux moyennement actif/flow of welding:     Type ALPHA611  

·   Température maximale de la plaque chauffante/ T° max.of hot plate: 150 °C  

·   Température maximale du fer à souder/Max.T° of so ldering iron:   350°C 

 (1 ) Puissance Nominale (PN)= 0,60 x Puissance de Rupture (PR)      (2) Puissance Max. d’utilisation (PM)= 0.80 x PR 
       Nominal power = 0.60 x Breaking Power                                               Maximal power = 0.80 x Breaking Power 

Référence 
Part number  

Puissance 
Nominale (1) 
Nominal power  

Puissance Max. 
d’utilisation (2) 

Maximal power  

ROS max. 
Max. VSWR   

Gamme de Fréquence 
Frequency Range 

Dimensions   
Dimensions 

mm(±0.1) Inch (±0.004) 

001170 0A 30 watts  50 watts  1.20 DC  -  2 GHz 

9.45 

x 

6.35 

 x 

1.05 

0.372 

x 

0.25 

x  

0.041 

Plage d'accueil 
Connecting pad

Couche de protection diélectrique
Dielectric coating

3,0

Plan de masse
Ground plane

6,35

9,
45

1.
1

1.
1

1.05

Substrat polyimide
Polyimide substrate

Footprint du montage de caractérisation du TOS et d e la puissance nominale 

Face inférieure métallisée
et brasée sur radiateur
Metallised bottom face
soldered on heatsink

Recommended PCB footprint to insure ROS and power dissipation characteristics

Positionnement Charge SMT
SMT Load position

1,
6

Ce produit illustre un de nos domaines de compétenc es.  Contactez-nous pour toutes applications spécif iques. 
Custom values and other configurations on request.Custom values and other configurations on request.Custom values and other configurations on request.  
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CHARGES SMT Al 203
    40W         Réf.001171 0A  

        40 W AL2O3 Surface mounted Termination 

Substrat: 
Substrate 

Alumine 96% 
96% alumina 

Technologie: 
Technology 

Couche épaisse 
Thick film 

Couche protectrice: 
Protective film 

Diélectrique 
Dielectric 

Plan de masse et plage d’accueil: 
Ground plane and connecting pad 

Ag 
Ag 

Résistance CC: 
DC resistance 50 � (±5%) 

 

  0                                110°C     160°C 
   
  Température du support 

10 W 
Puissance nominale 

RECOMMANDATIONS DE BRASAGE: SOLDERING RECOMMENDATIONS 
·   Brasage avec/soldering with: Sn96Ag4 ou/or Sn96,5Ag3,5 ou/or Sn96C 

·   Flux moyennement actif/flow of welding:     Type ALPHA611  

·   Température maximale de la plaque chauffante/ T° max.of hot plate: 150 °C  

·   Température maximale du fer à souder/Max.T° of so ldering iron:   350°C 

 (1 ) Puissance Nominale (PN)= 0,60 x Puissance de Rupture (PR)      (2) Puissance Max. d’utilisation (PM)= 0.80 x PR 
       Nominal power = 0.60 x Breaking Power                                               Maximal power = 0.80 x Breaking Power 

Référence 
Part number  

Puissance 
Nominale (1) 
Nominal power  

Puissance Max. 
d’utilisation (2) 

Maximal power  

ROS max. 
Max. VSWR   

Gamme de Fréquence 
Frequency Range 

Dimensions   
Dimensions 

mm(±0.1) Inch (±0.004) 

001171 0A 40 watts  60 watts  1.20 DC  -  2 GHz 

9.45 

x 

9.45 

 x 

1.05 

0.370 

x 

0.370 

x  

0.039 

Couche de protection diélectrique
Dielectric coating

Plage d'accueil
Connecting pad

Plan de masse 
Ground plane

1

1

9,35

9,
35

1.05

Substrat polyimide
Polyimide substrate

Footprint du montage de caractérisation du TOS et d e la puissance nominale 

Face inférieure métallisée
et brasée sur radiateur
Metallised bottom face
soldered on heatsink

Recommended PCB footprint to insure ROS and power dissipation characteristics

Positionnement Charge SMT
SMT Load position

1,
6

Ce produit illustre un de nos domaines de compétenc es.  Contactez-nous pour toutes applications spécif iques. 
Custom values and other configurations on request.Custom values and other configurations on request.Custom values and other configurations on request.  


